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서 론1.

위상잠금 열영상기법은 폴리마이드 기판 위에

증착된 구리박막에서 발생되는 마이크로 크기의

결함을 검출하기 위해서 처음 소개되었으며 이후

다양한 분야의 비파괴검사에서 꾸준히 연구되고

있다 이 기법은 측정된 열영상 신호를 시간에[1].

대해 평균화하는 특성과 신호의(averaging nature)

필터링 역할로 인해 잡음을 효과적으로 줄이고

측정분해능을 향상시킬 수 있으므로 일반적인 방

법으로 이용되는 열영상 카메라의 온도분해능보다

향상된 결과를 보여주는 것으로 알려져 있다[2,3].

최근 들어 반도체 메모리와 같은 마이크로 전,

자부품들에 요구되는 데이터 전송 속도와 저장

공간은 증가되는 반면에 그 크기와 전력소모량은

감소하고 있는 추세로 인해 반도체산업에서는 트

랜지스터를 적층한 차원 형상의 메모리반도체3

개발에 주력하여 system-in-package(SiP), wafer-level

그리고 와 같은 복잡packaging through-silicon-via

한 차원 패키징 기술이 개발되고 있다3 (TSV)[4].
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초 록 본 연구에서는 기존의 열영상 측정 장치에 비해 위상잠금기법을 채용한 열영상 측정 장치의 온도분

해능이 얼마나 향상될 수 있는지를 평가하기 위해 흑체시스템과 마이크로 레지스터 시편을 이용한 실험을

수행하여 개선된 온도분해능을 확인하였다 일반적으로 적외선 열영상 측정 장치의 노이즈 수준 또는 온도분.

해능은 연속적으로 측정된 열영상의 픽셀별 온도의 평균과 각각의 측정값의 편차에 대한 제곱의 평균으로

정의되는 잡음등가온도차 라는 척도를 이용하여 평가되고 있다(noise equivalent temperature difference, NETD) .

하지만 위상잠금 열영상 기법을 적용하면 더욱 편리한 방법을 이용할 수 있는데 이는 측정된 열영상 신호의

위상과는 무관한 온도의 진폭에 관한 정보를 이용하는 것이다 연구결과를 통해 알 수 있듯이 위상잠금 기. ,

법을 적용하게 되면 측정된 신호의 온도분해능 성능을 보여주는 잡음등가온도차가 크게 향상되었으며 이는

위상잠금기법이 내부적으로 수행하는 평균화 작업과 필터링 기능 때문인 것으로 판단되고 있다.
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Abstract In this study, we analyzed and showed the enhanced thermal resolution of a lock-in infrared

thermography system by employing a blackbody system and micro-register sample. The noise level or thermal

resolution of an infrared camera system is usually expressed by a noise equivalent temperature difference (NETD),

which is the mean square of the deviation of the different values measured for one pixel from its mean values

obtained in successive measurements. However, for lock-in thermography, a more convenient quantity in the

phase-independent temperature modulation amplitude can be acquired. On the basis of results, it was observed that

the NETD or thermal resolution of the lock-in thermography system was significantly enhanced, which we consider

to have been caused by the averaging and filtering effects of the lock-in technique.
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이러한 차원 형상의 집적회로방식은 전력소모가3

낮고 전송속도가 향상되는 장점이 있는 반면에 3

차원 형상으로 인한 구조적인 문제들로 인해 예,

를 들어 금속층과 반도체 소재들을 투과하는 영

상기법들의 한계들로 인해 결함 검출과 분석에

있어서는 더욱 어려움을 증대시켰다 기존에[5,6].

많이 이용되어진 나photon emission microscopy liquid

기법들은 차원 구조의 메모crystal thermography 3

리반도체 에서 발생되는 결함들이 안쪽(3D-IC) die

또는 수준에서 발생되기 때문에 적용interconnect

에 제한적이며 또한 파괴적인 검사 방법들은 시

간 소모적일뿐만 아니라 추가적인 차 결함들을2

유도할 수 있다는 큰 단점을 갖고 있다[7].

위와 같은 방법들 이외에도 전자부품의 열 특,

성을 분석하기 위해 적외선현미경을 적용하는 몇

몇 연구가 수행되고 있는데 이러한 적외선 기법

을 이용하면 대상체의 표면 온도뿐만 아니라 내

부의 열적특성도 측정이 가능하여 내부3D-IC

결함을 검출할 수 있는 방법으로 고려되고 있다.

대상체로부터 방사되는 적외선 신호를 계측하는

이러한 비접촉식 적외선 열영상기법은 대상체의

열영상을 실시간으로 측정할 수 있으나full-field

일반적으로 대상체 표면의 방사율에 많은 영향을

받을 수 있으며 공간분해능과 온도분해능의 물리

적인 한계가 존재한다[8].

반도체 메모리의 결함분리를 위해 적용되는 적

외선 열영상 현미경의 제약사항들은 위상잠금기

법을 채용함으로서 현저하게 개선되고 있으며 위

상잠금 열영상 기법의 향상된 검출성에 대한 다

양한 연구들은 이를 증명하고 있다 년[9-13]. 1990

대에 들어 측정분해능이 매우 개선된 위상잠금

적외선검사 장치들이 개발되어 반도체 항공과,

국방산업 등의 분야에 적용되어지고 있는데 이러

한 위상잠금 적외선검사 기법은 검사대상체의 결

함 크기와 깊이에 대한 정보를 얻기 위해 대상체

로부터의 진폭신호와 위상신호를 분석하며 이를

위해 열 진동 및 초음파신호를 이용한 주기적인,

가진신호를 채용하고 있다 이로 인해 열영상 카.

메라를 이용한 단순측정방식으로는 감지하기 어

려운 태양전지 의 분류 와(solar cell) (shunt current)

누설전류 같은(leakage current) 5 이하의 저 발mK

열의 열원을 감지하는데 적용되었다[14].

본 연구에서는 위상잠금 열영상 기법을 적용할

경우 열영상 현미경시스템에서 기대할 수 있는

향상된 온도분해능을 실험적으로 구하기 위해 흑

체시스템과 마이크로 레지스터 시편을 이용한 위

상잠금 열영상 실험을 수행하여 정량적으로 향상

된 온도분해능을 확인하고자 하였다.

2. 정상상태 이미징 적외선측정장치의 노이즈

수준 분석

일반적인 영상측정장치의 노이즈 수준을 측정,

분석하는 방법은 이미징 측정 방식과 영상의 정

적 동적 특성에 따라 다른 방법들이 적용되고,

있다 정상상태인 영상을 측정하는 영상측정장치.

의 경우에는 연속적으로 측정되는 프레임에서 동

일한 픽셀 간의 표준편차를 분석하여 측정장치의

노이즈 수준을 분석하는 방법이 많이 이용되고

있는데 적외선 열영상 측정 장치의 경우에 있어

서도 정상상태인 열영상을 측정하는 장치의 노이

즈 수준을 분석하기 위해서는 잡음등가온도차

라고 정의되는 척도를 이용하는 방법이(NETD)

널리 이용되고 있다 이러한 를 분석하는. NETD

방법은 적용하는 흑체의 작동 방식 또는 적외선

측정 장치의 제작사에 따라 조금씩 다른 것으로

알려져 있는데 본 연구에서는[15] 장의 열영상

측정치들에 대한 각각의 픽셀값과 장에 대한

평균의 편차값에 대한 제곱의 평균값으로 정의된

식 로서 를 분석하였다(1) NETD .

  



  



   ×  (1)

여기서 는 적외선 열영상 카메라의, c scale

이고factor(mK/digit) 는 번에 걸쳐 연속적으

로 측정된 열영상의 픽셀값 이며(digits) 는 장

에 대한 픽셀의 평균값, 은 측정수이며 은

카메라 노이즈 수준의 표준편차 이다(digits) .

에서와 같이 적외선 열영상 측정 장치의Fig. 1

와 표준편차scale factor (c) ( 를 구하기 위하)

여 적외선카메라 적(SC7600, FLIR systems, USA),

외선 대물렌즈(FOV: 3.2×2.6 그리고 흑체시mm),

스템 을 이용하였(SR-800R 7A, CI systems, USA)

으며 에서와 같이 와 의 정상상태Fig. 2 35 36℃ ℃

에서 각각 장의 열영상을 측정한 후 평균값을50

분석하여 6.57 의 를 구하mK/digit scale factor (c)
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였으며 적외선 열영상 측정 장치의 표준편차

( 는 인 것으로 확인되었다 위의 식) 4.01 DL .

을 적용할 경우 본 연구에 이용된 적외선 열(1) ,

영상 측정 장치를 이용하여 정상상태인 열영상을

측정하는 경우에 는 약NETD 26.3 인 것으로mK

분석되었으며 이것은 적외선카메라 제작사에서

제공한 20 의 와 유사한 것으로 확인되mK NETD

었다.

3. 위상잠금 열영상 측정 장치의 노이즈 수준

분석

적외선 열영상 측정 장치에 위상잠금 기법을

적용하게 되면 측정 장치의 노이즈 수준을 분석,

할 수 있는 훨씬 더 용이한 방법으로서 위상잠금

기법에서 구한 식 와 같이 정의되는 위상과는(3)

상관없는 온도 변조값의 진폭을 이용할 수 있다.

본 연구에서는 위상잠금 기법의 구현을 위해 식

와 같이 정의될 수 있는 디지털상관기법(2) (digital

를 적용하였는데 이 방법은 측correlation method)

정값과 일련의 상관함수를 이용한 디지털 컨볼루

션 이다 식 에서 이용되(digital convolution) [16]. (2)

는 디지털상관함수( 는 두 가지의 상관함수를)

이용하는데 그 중 하나는 사인성분이고 다른 하

나는 코사인 성분으로서 사인성분으로 이용되는

상관함수는 동상성분 의 신호를 분석하(in-phase)

여  


의 결과를 얻는데 이용되고 코사인성분은

도 위상이 천이된 신호를 분석하여90  


의 신

호를 얻는데 이용된다 이렇게 구한.  


와  


에

대해 식 을 적용하면 언급한 온도 변조값의 진(3)

폭 을 구할 수 있다(A) .

 



  




  



 (2)

   


  


 (3)

또한 위상잠금 기법을 적용한 적외선 열영상,

측정 장치의 노이즈 수준을 측정하기 위해서는

위상잠금기법에서 이용되는 신호처리방식과 함께

측정에 있어서는 흑체를 이용한 이미징과 같이

정상상태의 영상을 측정하면 측정된 열영상은 위

상잠금 열영상 측정장치에 의한 시스템 노이즈만

을 포함하게 된다 측정 후. × 의 차원 픽셀2

영역에 대해 평균화된 위상과는 상관없는 이러한

진폭신호의 노이즈 수준은 위상잠금 분석기법에

적용된 디지털 방법에 적용된 각각의correlation

성분들에 대한 노이즈의 표준편차와 상당히 유사

한 것으로서 식 와 같이 정의될 수 있다 식(4) .

와 은 디지털 방법에 이용된(5) (6) correlation in-

신호 성분과 신호들의 노이즈를phase quadrature

정의하고 있다[17].

 



  




  



 


  




   


 (4)

 


 



  




 



sin

 
 

(5)

 


 



  




  



sin

 
 

(6)

Fig. 1 Thermal resolution evaluation of infrared

microscope using blackbody

Fig. 2 Analysis of scale factor and standard

deviation for infrared microscope
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여기서 는 적외선 열영상 카메라의, c scale

이고factor(mK/digit) 는 디지털상관기법을 적

용한 경우의 시스템 노이즈 합이며  


는 식(2)

에서 정의된 디지털상관기법을 적용할 경우 동,

상성분 의 노이즈 성분이고(in-phase)  


는 90

도 위상천이된 신호의 노이즈 성분이며 
 

는 측정치이다.

위상잠금기법의 과정인correlation ×에 이

용된 프레임의 총합계는 프레임 레이트( 와)

총 소요시간( 의 곱과 같으므로 식 는 다음) (4)

식 과 같이 정리될 수 있다(7) .

 


 (7)

은 식 에서 구한 이론값과 비교하여 위Fig. 3 (7)

상잠금 열영상 측정 장치의 시스템 노이즈 측정

결과를 보여주고 있다 파란색으로 표시된 결과.

는 의 흑체에서 측정된35 NETD(26.3℃ 를 식mK)

에 적용하여 계산된 값이며 붉은색으로 표시(7)

된 결과는 적외선카메라의 제조업체에서 제공하

는 NETD(20 의 값을 적용하여 식mK at 22 )℃

에서 계산된 값이다 의 결과에서 볼 수(7) . Fig. 3

있듯이 식 와 에 명시된(5) (6) × 의 개수와 동

일한 프레임의 합계로 표시되는 프레임 레이트

( 와 총 소요시간) ( 의 곱이 증가할수록)

위상잠금 열영상 측정 장치의 노이즈 수준은 지

수함수적으로 감소하였으며 영상의 개수가 1500

여장에 이르게 되면 대략적으로 1 의 온도분mK

해능을 갖는 것으로 확인되었다.

실험과 이론식에 의한 결과에 따라 정상상태의

열영상을 측정하는 일반적인 경우에 보장되는 잡

음등가온도차 는 일반적으로(NETD) 20 인 것mK

에 비해 위상잠금 열영상 기법을 적용하게 되면

1 까지 향상된 잡음등가온도차의 온도분해능mK

을 확인할 수 있었으며 이러한 결과들을 바탕으

로 흑체가 아닌 마이크로 전자부품에 대한 위상

잠금 열영상 현미경의 측정 온도분해능 성능을

확인하기 위하여 과 같이 마이크로 레지스Fig. 4

터 시편을 이용한 위상잠금 열영상 측정을 수행

하였다.

이때 총 장의 열영상을 측정하였으며 적용, 500

한 위상잠금 주파수는 33 이다 는 실험Hz . Fig. 5

Fig. 3 Resultant thermal resolution of lock-in infrared

microscope

Fig. 4 Lock-in thermogrpahy test of micro-register

using infrared microscope

Fig. 5 Poly-Si micro-register specimens used in the

thermal resolution analysis of lock-in infrared

microscope

0.42 digit

Fig. 6 Amplitude image of micro-register from

lock-in infrared microscope
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에 이용된 마이크로 레지스터의 영poly-Si CCD

상으로서 시편 하나의 크기는 50×500 이며 시um

험편에 가한 는bias current 2 적외선카메라의mA,

프레임 레이트는 100 였으며 총 측정시간은Hz

초로 평가되었다 은 마이크로 레지스19.21 . Fig. 6

터 샘플에 위상잠금 열영상 기법을 적용하여 측

정된 진폭영상 결과로서 발열 부위의 디지털 레

벨은 0.42 인 것으로 분석되었으며 이때 적외digit

선카메라의 인scale factor 6.57 를 적용하mK/digit

면 대략적으로 2.76 의 온도가 발열하고 있음mK

을 알 수 있었다.

결 론4.

본 연구에서는 흑체시스템과 열영상 측정 장치

를 이용하여 정상상태의 열영상을 측정하는 경우

에 적외선 측정 장치의 온도분해능인 잡음등가

온도차(noise equivalent temperature difference,

를 분석하였으며 위상잠금 열영상 기법을NETD)

적용할 경우 정량적으로 향상되는 온도분해능인

잡음등가온도차 에 대한 개선된 성능을 구(NETD)

하기 위하여 마이크로 레지스터 시편을 이용한

위상잠금 열영상 실험을 수행하였다.

위상잠금 열영상 기법을 적용하여 온도분해능

인 잡음등가온도차를 분석해 본 결과 흑체를 이,

용하여 분석된 위상잠금 열영상 측정장치의 온도

분해능은 1 의 수준으로 향상되었음을 확인할mK

수 있었으며 마이크로 레지스터 시편을 이용하여

분석해본 결과 대략적으로 2.76 의 온도를 측mK

정할 수 있었으며 이는 위상잠금 기법을 적용하

여 온도분해능이 향상되었기 때문이다 이렇듯.

위상잠금 열영상 기법을 이용하게 되면 기존의

정상상태 열영상을 측정하는 경우에 기대할 수

있는 온도분해능보다 월등히 개선된 온도분해능

을 얻을 수 있으며 이를 통해서 내부에서 미세한

열이 발생될 수 있는 마이크로 수준의 반도체 또

는 전자기기의 내부불량을 정량적 비파괴적으로,

분석하는 것이 가능할 것으로 기대된다.
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